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免責聲明

◼ 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測

性資訊。

◼ 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預

測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不

能掌控的風險。

◼ 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這

些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
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會議議程

◼公司簡介

◼財務報告

◼營運與展望

◼問答交流
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泰國

公司簡介
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◼ 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務

◼ 半導體設備及零部件再生循環

◼ 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案

◼ 醫療設備製造及設計服務董事長 執行長陳偉銘 邱耀銓

主要業務

美國

台灣

矽谷廠

科中廠(HQ)

科研廠
羅勇廠(2025Q1)

春武里廠(2026H1)

2001

成立

2015

上市(3413 TT)

4,042  員工人數

截至2026/02/27

NT$ 10.98億 股本

截至2026/02/26

NT$ 347.03億市值

截至2026/02/26

2025年全年營收

NT$208.42億

+26.7% YoY

2025年全年毛利率

25.1%

-1.0 ppt YoY

2025年全年 EPS

NT$ 21.44元

-15.0% YoY

中國大陸

昆山廠 松江廠

全球佈局 區域製造
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：營運製造據點-台灣/大陸

：新產品導入與小量生產據點-美國

：營運製造據點-泰國



全球佈局
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美國加州/德州/亞利桑
那州辦公室

春武里廠

羅勇廠

林查班國際海港

BKK國際機場

U-TAPAO國際機場
(2028啟用)

生產基地：橫跨4 區7 廠，羅勇廠 25Q1 啟用，春武里廠 26Q1試產
新產品開發中心

：營運製造據點-台灣-竹南/上海/江蘇

：新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA：
：銷售服務與國際採購據點-台灣/江蘇/加州/德州/
亞利桑那州

：營運製造據點-泰國

泰國

竹南

上海

江蘇昆山廠上海松江廠

昆山

竹南科研廠竹南科中廠(HQ)
美國矽谷廠

泰國羅勇廠(25Q1)

泰國春武里廠(26H1)



財務報告
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綜合損益表
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資產負債表及重要財務指標
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現金流量表
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*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出
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2025現金股利
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註1：2025年股利發放金額待2026/5/27股東會承認通過

註2：股票殖利率之股價以董事會公告股利政策當日之收盤價計算
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2025年每股配發現金股利NT$11，股利發放率 51.3%



營運與展望
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營收趨勢
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註：製造服務=半導體製程設備關鍵模組、零部件與備品耗材製造
維修服務=半導體與航太維修
自主開發=半導體自動化設備
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◼ Q4 營收 52.27 億元，YoY +8.9%、QoQ -5.7%，創歷年同期新高

◼ 2025全年營收 208.42 億元，YoY +26.7%，再創歷史新高



2025年第四季銷售分析-業務別
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製造服務

-5.1%  QoQ 

+2.7%  YoY

維修服務

-5.6%  QoQ 

+107.1%  YoY

自主開發

-24.2%  QoQ 

+0.7%  YoY
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2025年第四季製造及維修服務銷售分析-產品別
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產業趨勢
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WFE($B) 2025 2026(F) 2027(F) 2028(F) 2029(F)

Semi (2026/03) 123 143 159

YoY 12% 16% 11%

Gartner (2025/12) 124 139 151 153 166

YoY 11% 12% 9% 1% 8%

TechInsights
(2025/12) 119 131 133 139 159

YoY 13% 10% 2% 4% 15%

Source:Semi/Gartner/TechInsights
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◼ AI 應用擴展推動半導體產業成長，全球半導體營收有機會於 2026 年接近 1 兆美元。

◼ 2026 年 WFE 市場預估成長約 10%–16%，主要受 AI 投資帶動先進邏輯、HBM 與先進封裝需求。

◼ 隨晶圓廠與無塵室建置推進，設備導入需求提升，全年動能逐步增溫，並延續至 2027 年。

◼ AI 應用深化與先進製程持續推進，推升晶片製造複雜度，帶動蝕刻、薄膜沉積與檢測設備需求成長，並驅動半導體設備市

場長期成長。

US$ Billion

Semiconductor industry revenue

晶圓廠前段設備支出預估(WFE)



2026年第一季展望
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自主開發

QoQQoQ QoQ

YoY YoY YoY
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京鼎 製造服務

QoQ

YoY

維修服務



總結
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◼ 營運成果

➢ 2025 年營收 208.42 億元創歷史新高，成長幅度為WFE 市場 2.2 倍，並連續兩年成長超過

26%。

➢ 2025 年EPS 21.44 元，連續四年及六年平均每年賺兩個股本以上。

➢ 2025 年每股配發現金股利 11 元，股利發放率 51.3%，維持超過五成的穩定配發水準。

◼ 營運展望

➢ AI 與高效能運算需求增加，帶動先進邏輯、記憶體與先進封裝投資， WFE 未來幾年持續成長。

➢ 隨先進製程推進與製程複雜度提升，帶動蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵設備需求持續提升。

➢ 受惠於設備市場能見度提升與客戶需求升溫，2026 年第一季營收將優於過往季節性水準。

➢ 晶圓廠建置完成帶動設備導入需求提升，加上泰國產能逐步量產，營收可望逐季成長。



Q&A
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Thank you
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